	

	

	注意事項
1. 申請委託之晶片需依序填妥晶片之型式、材料、雜質種類濃度、方向、厚度、直徑、形狀及數量。
2. 除新開封晶圓外，請務必註明該晶圓先前做過NDL何種製程？（如：是否有含光阻....）。
3. 拒收含缺角、光阻、金屬、不明物、Ⅲ-Ⅴ族的晶圓、經非NDL前段設備處理的晶圓。
4. 厚度以不超過10,000Å為原則。
5. 若違反上述規定，造成機台污染或損害，除停止其使用權外，並追究相關賠償責任。


